
近年，携帯電話の薄型化競争に拍車が掛かっています。液晶

やキーパッドはもちろん，電子回路，特にRFブロックの小型・薄型

化は必須となっています。また，世界各地で使用可能な複合バン

ドの携帯電話のニーズに伴い，内部回路は複雑化しており，RF

ブロックに使用される部品の小型・薄型化と複合化（フロントエンド

モジュール等）が進んでいます。特にフロントエンドモジュール用途

では，搭載部品のより一層の小型・薄型化が必須となっています。

今回当社では，Cellular方式の携帯電話に対応した超小型・

超薄型のサイズ3.0mm×2.5mm，高さ0.7（最大）mmのSAWデュー

プレクサを開発しました。

超小型・超薄型を実現

従来のSAWデュープレクサでは，SAWチップとパッケージの接

続にワイヤボンディング技術を使用していましたが，本製品は，小

型・薄型化のためにフリップチップボンディング技術を採用しました。

これにより，従来サイズ3.8mm×3.8mm×1.6mmに対して

3.0mm×2.5mm×0.7mmと，実装面積比で52％，高さ比で43％

の約半分の小型化・薄型化に成功しました。

図１に外形寸法図を示します。

従来タイプと同様に位相回路を内蔵

競合他社では，内蔵していた位相回路を外付けのチップ部品で

構成することにより小型・薄型化を行っています。しかし本製品は，

当社独自の設計技術により位相回路を内蔵しており，競合他社製

品では必要な外付け部品を取り外すことに成功しました。これによ

り，外付け部品なしで50Ωインピーダンスを実現しました。

アンテナ端子の静電耐圧の強化

SAW製品は，電極の櫛歯ピッチが狭く静電耐圧に対して弱い

という特長があります。このため一部の携帯電話では，静電気で
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フロントエンドにあるSAWデュープレクサが破壊されないよう，静電

気から保護する回路がアンテナ端子に外付け部品として付いてい

ます。しかし本製品は，アンテナ端子の外付け回路部品なしで，

従来品の約10倍（マシンモデル：約2.4kV）の静電耐圧強化に成

功しました。

ハーメチックシールの実現

従来品と同様の実装構造である，セラミックパッケージの上に高

温はんだを使用したメタル封止によるハーメチック構造を，

3.0mm×2.5mmサイズでも実現しました。従来品同様，鉛フリー

（高温）リフロー対応の耐候性だけでなく，機械的振動や衝撃にも

十分な性能を持ち，高信頼度を実現しています。

対応方式

AMPS，CDMA（Cellular）

特性

図２～４に特性図を示します。独自の電極設計により，極めて

小さい挿入損失と高いアイソレーション特性を実現しました。

・低挿入損失：Tx 1.7dB＊（標準），Rx 2.5dB＊（標準）

・高いアイソレーション特性：Txバンド59dB＊（標準），55dB＊（最小）

＊掲載されている数値は発表日現在のものです。その後，予告なしに変更され

ることがありますので，あらかじめご了承ください。

本製品は次のスケジュールで生産を予定しています。

・サンプル：提供中

・量産予定時期：2006年２月より ■
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図１　外形寸法図

20.0�

10.0�

0.0�

-10.0�

-20.0�

-30.0�

-40.0�

-50.0�

-60.0�

-70.0�

-80.0
760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960

1

1

2

2

3

3

4

4

周波数（MHz）�

送信―アンテナ間，アンテナ―受信間�

減
衰
量
（
dB
）
�

MK1：824 MHz�
S21 ＝ 1.60 dB�
S31 ＝ 56.9 dB�
MK2：849 MHz�
S21 ＝ 1.68 dB�
S31 ＝ 63.7 dB�
MK3：869 MHz�
S21 ＝ 59.6 dB�
S31 ＝ 2.10 dB�
MK4：894 MHz�
S21 ＝ 46.0 dB�
S31 ＝ 2.41 dB

20.0�

10.0�

0.0�

-10.0�

-20.0�

-30.0�

-40.0�

-50.0�

-60.0�

-70.0�

-80.0
760 780 800 820 840 860 880 900 920 940 960

1
2

3

4

周波数（MHz）�

送信―受信間�

減
衰
量
（
dB
）
�

MK1：824 MHz�
S32 ＝ 58.8 dB�
MK2：849 MHz�
S32 ＝ 63.8 dB�
MK3：869 MHz�
S32 ＝ 60.2 dB�
MK4：894 MHz�
S32 ＝ 47.3 dB

図２　特性図1（CDMA）
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図３　特性図2（CDMA）
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図４　特性図3（CDMA）
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